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散熱模組產業與下游電子產品的

發展息息相關，由於電子產品在運作

時，電路中的電流會因阻抗的影響而

產生不必要的熱能，如果這些熱能不

能有效的排除，累積在電子元件上的

話，電子元件有可能因為不斷升高的

溫度而損害。依據I E K的報告，電子

裝置損壞的原因中以高溫導致功能喪

失所占的比重最高，達5 5 %，高於其

他振動、潮濕、灰塵等的原因。因此

散熱裝置的優劣影響電子產品的運作

甚鉅，散熱議題已成為電子產品製造

上的重要課題。

一、何謂散熱模組？

散熱片與風扇、扣具形成散熱

器，主要用於桌上型電腦，若再加上

熱管，即組成熱管散熱模組，傳統上

多用於筆記型電腦，因近來桌上型電

腦耗電功率提升，故亦有改用負荷能

力較高的散熱模組之趨勢。

散熱模組產業的
現況與未來發展

●華銀徵信產經研究部 孫明芳
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散熱片是散熱模組中最基礎的元

件之一，由銅、鋁等高導熱的金屬材

料所製成，散熱片數越多，散熱面積

越大，散熱效果也越好，但仍須考量

電子產品體積的大小。散熱片與風扇

搭配形成對流散熱的效果，但由於風

扇運作要吃電，因此著重電池續航力

的筆記型電腦就不以增加風扇來提升

散熱效果，目前散熱效率較高的是熱

管。熱管是以銅粉為原料燒結而成，

其為兩端封閉中空的銅管，內裝有高

導熱的流體，參照熱管散熱模組示意

圖，當電子產品運轉時，C P U釋放出

熱能，熱能透過貼片、導熱膏傳導到

熱管的左端。熱管內的流體受熱後氣

化，熱對流使得氣體向右端移動，當

氣體遇上散熱片及風扇後釋放出熱

能，釋放熱能的氣體即冷卻進而液

化，液化後的流體再行受熱，形成一

個良好的散熱循環系統。

二、產業上下游關聯

散熱產業可分為上游的基本原料、中游的散熱模組及下游的電子產品應用：
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(一)上游：

由以上的產品介紹中可以了解散

熱模組的上游原料為高導熱的金屬材

料，包括銅、鋁，由於國內不生產該

等金屬，因此皆需由國外進口。國際

原物料行情的走勢牽動散熱模組廠商

的生產成本，以2 0 0 6年國際銅價、鋁

價大幅成長，使得國內廠商的營運成

本大增。觀察近期國際報價，鋁每公

噸2 9 4 5美元、銅每公噸8 4 2 5美元，今

年以來，鋁、銅價格各上漲1 8 . 3 %、

24.7%，增添業者營運上之隱憂。

(二)中游：

散熱產業中的各項零組件國內廠

商皆有佈局，不過以目前個人電腦的

發展型態，應用於筆記型電腦的熱管

散熱模組需求較被看好，熱管主要生

產廠商有業強、超眾、泰碩等。由於

散熱零組件的生產技術不高，進入障

礙低，因此廠商多以規模經濟生產降

低成本，提升市場競爭力，例如業強

在熱管領域上全球市占約四成。

(三)下游：

散熱模組的需求以個人電腦為最

大宗，根據資策會的預測，2 0 0 8年全

球桌上型電腦和筆記型電腦的出貨量

分別為1 . 4 8億台、1 . 1 8億台，下游應

用的增加有助於散熱模組的需求。不

過由於筆記電腦的售價逐漸下調，替
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◎即時工具列縮圖：將滑鼠游標

移動到工作列項目，會顯示視窗的即

時縮圖及展示視窗的內容。不管視窗

的內容是文件、相片或是執行中的視

訊等。當開啟相同種類的多個視窗

時，即時圖示可以快速辦識視窗，降

低搜尋時間。

代桌上型電腦的需求，使得2 0 0 8年筆

記型電腦的成長率高達2 5 % (桌上型電

腦成長率3 . 1 % )，對於生產筆記型電

腦的散熱模組成長性也較顯著。

三、市場概況

2 0 0 6下半年兩大C P U龍頭業者

I n t e l與A M D為擴大雙核心市場、進行

世代交替而降低C P U售價，個人電腦

低價化增加產品的銷售量，但卻不利

零組件廠商的獲利；加上I n t e l推出

低耗電的桌上型C P U，減少了C P U熱管

散熱模組的需求。不過2 0 0 7年1月微

軟推出新作業系統V i s t a後情況可能

改觀，由於V i s t a強調家庭娛樂與視

覺享受，系統的運作更加耗能，對於

散熱模組的需求也將增加，I E K估計

2 0 0 7年全球的散熱模組市場規模為

3 9 . 6億美元，預估2 0 0 8年成長率

15.9%，達45.9億美元。

Windows Vista是微軟公司經歷

五年研發、斥資2 0 0億美元後推出的

新作業系統，它擁有更人性化的介

面、更佳的效能及更為安全的防護功

能。例如：

◎Windows Vista Aero提供半透

明的玻璃效果，使用者把視線集中在

視窗的內容，但背景依然美觀，此項

功能使視覺更加精緻化。
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◎Windows Flip 3D提供更多3 D

外觀、動畫以及增加整體的視覺效

果，可利用滑鼠的捲輪來翻轉堆疊在

一起的開啟視窗，快速找到並選取欲

使用的視窗。

高效能系統反應在系統電源、顯

示卡、顯示器、D R A M等的提升，對於

散熱需求亦將增加。以顯示卡來看，

為能反應畫面的清晰及流暢，顯示卡

需升級，升級後的顯示卡耗能由2 0 W

∼3 0 W大幅成長至7 0 W∼1 0 0 W；顯示器

的部份，寬螢幕大尺寸為必備，目前

1 5 . 4吋以上寬螢幕的筆記型電腦熱管

需二隻；此外V i s t a要求的D R A M規格

亦需1 G以上，由目前市場的主流規格

5 1 2 M來看，至少需要二條5 1 2 M來達

成，加總各項效能提升使帶來耗能的

增加，散熱需求也就同步增加。因此

微軟作業系統V i s t a的推出，可為散

熱產業的發展注入一劑強心針。

四、未來發展

散熱模組為電子產品必需之裝

置，散熱模組市場規模將隨3 C產品市

場成長而擴大，2 0 0 8年微軟新作業系

統V i s t a遞延換機潮的發酵，散熱模

組的需求也將增加，而從下游應用端

與技術發展來看散熱產業未來的發展

勢趨：

(一)應用發展

◎NB散熱模組成長空間大

根據資策會M I C的預估，2 0 1 0年

全球筆記型電腦的出貨量將超越桌上

型電腦，且目前筆記型電腦小型化發

展，電子裝置體積小，更加需要散熱

效率高的散熱系統，以此趨勢來看，

佈局於筆記型電腦用的散熱產品，較

具成長空間。此外零組件廠商與電腦

製造廠商緊密合作，亦可為零組件廠

商帶來商機。散熱風扇廠建準電機，

原出貨對象以二線N B廠為主，2 0 0 7年

底獲仁寶認證，獲得一線大廠訂單的

加持，將挹注公司業績成長。

◎應用端由個人電腦擴大到L E D

光源散熱市場

目前散熱模組主要要應用於個人

電腦，不過根據拓墣的研究報告，高
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功率L E D輸入功率僅有1 5∼2 0 %轉換

成光，其餘8 0∼8 5 %則轉換為熱，如

果這些熱能不能適時排出，那麼將

使L E D晶粒界面溫度過高而影響發光

效率及壽命。加上全球光照明市場

龐大，僅以其中的路燈照明市場為

例，今年全球L E D路燈產值約達1 0億

美元；根據光電科技工業協進會

( P I D A )的預估，2 0 0 8 - 2 0 1 2年全球

L E D路燈產值的年複合成長率將達

1 5 %，預估至2 0 1 2年產值將會是目前

的4 . 5倍之多，顯示未來幾年全球各

地L E D路燈市場的成長動能相當強

勁，台灣散熱模組廠商看好L E D光源

的市場，紛紛投入L E D散熱模組之產

業。

國內最早切入的廠商是超眾，

今年第二季過後將開始出貨，未來

與飛利浦間合作關係的程度，將成

為出貨多寡的關鍵。目前尚有奇

鋐、雙鴻、力致、及能緹等廠商投

入，均顯示L E D光照明市場已成為台

系散熱模組廠商積極跨足發展的方

向。

(二)技術發展

◎朝更高散熱能力發展

隨著遊戲產業、影音/ 3 D、微軟

作業系統V i s t a的普及等高運算需求

的增加，對於散熱需求也隨之提

升，目前廠商生產的散熱模組可達

1 6 0 W，但電子產品的高速發展，已

有廠商開發2 5 0 W的散熱模組，及早

切入高效率的散熱模組產品，有利

廠商未來長遠之發展。

◎高熱導材料的研發

工研院I E K表示，高導熱材一直

是散熱產業的重點研發技術之一，

包括各種形式的高導熱貼片材料。

目前在可攜式產品(如手機、筆記型

電腦、P D A等)的散熱材料已非一般

傳統的材料所能完全滿足，經過研

發，高熱導材料正以各種不同面貌

投入散熱領域，例如鋁基複合材

料、碳纖維強化複合材料，此類材

料具有高熱傳導率、低膨脹係數和

低密度(質量輕)的優點。然而國內

仍在研發階段，業者若能加緊研發

進而量產，將有助業況之發展。
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